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DESCRIPCION

Unidad de procesamiento que tiene condensador, y sistema de procesamiento totalmente automatico de fabricacion
de placas de huecograbado que usa el mismo

Campo técnico

La presente invencion esta relacionada con una unidad de procesamiento que incluye un condensador, que va a ser
usada para un sistema de procesamiento totalmente automatico de fabricacién de placas de huecograbado para
fabricar un rollo de fabricacién de placas realizando una serie de procesos en un rollo de fabricaciéon de placas que
va a ser procesado (mas adelante en esta memoria se le hace referencia como "rollo de fabricacion de placas sin
procesar"), y con un sistema de procesamiento totalmente automatico de fabricacion de placas de huecograbado
que usa la unidad de procesamiento que incluye un condensador.

Antecedentes de la técnica

Convencionalmente, se han conocido sistemas de procesamiento totalmente automatico de fabricacion de placas de
huecograbado descritos en, por ejemplo, los documentos de patente 1 a 3.

El documento US4519887 describe un aparato para conectar y desconectar automaticamente rollos tipo cartucho,
que es idoneo para metalizar superficies periféricas de un rollo que tiene un vastago, y particularmente para
metalizar superficies periféricas de un rollo de fotograbado, con cobre o cromo. Se intercambian soportes que llevan
corrientes dependiendo del tipo de rollo a tratar, y se proporcionan capuchones a prueba de fugas, compuestos de
capuchones moviles que deslizan sobre el lado exterior de los husillos y capuchones de intercambio que se ubican
entre superficies extremas del rollo y los capuchones moviles. Seleccionando e intercambiando adecuadamente los
soportes que llevan corriente y los capuchones de intercambio, el aparato puede ser adaptado a diferentes tipos de
rollos que tienen un vastago.

Ademas, el solicitante de esta solicitud ha propuesto un sistema de procesamiento totalmente automatico de
fabricacion de placas de huecograbado que tiene altos grados de libertad, que puede fabricar un rollo de fabricacion
de placas de huecograbado mas rapidamente en comparacién con un sistema convencional, lograr ahorro de
espacio, realizar un funcionamiento desatendido incluso por la noche, personalizar flexiblemente una linea de
fabricacion y satisfacer diversas necesidades del cliente (Documento de Patente 4).

El mencionado anteriormente sistema de procesamiento totalmente automatico de fabricacién de placas de
huecograbado se configura para fabricar un rollo de fabricacion de placas realizando una serie de procesos sobre un
rollo de fabricacion de placas sin procesar, y los procesos son realizados por respectivas unidades de
procesamiento.

Un aparato de metalizacion con cobre descrito en, por ejemplo, el Documento de Patente 5 se conoce como ejemplo
especifico adicional de la unidad de procesamiento convencional.

En el aparato de metalizacion con cobre descrito anteriormente, una soluciéon de procesamiento vaporizada en forma
de neblina durante un proceso de metalizacién escapa tal como esta y es filtrada con un filiro o algo semejante, y
luego el resultante escapa al exterior. También en un caso de un aparato de metalizacién con cromo y un aparato de
grabado quimico, la solucién de procesamiento vaporizada en forma de neblina durante el proceso escapa tal como
esta y es filtrada con un filtro o algo semejante, y luego el resultante escapa al exterior. Por lo tanto, cada vez que el
proceso de fabricacion de placas es realizado por cada unidad de procesamiento, la cantidad de la solucién de
procesamiento se reduce, y como medida contra la reduccidon de cantidad de la solucién de procesamiento, por
ejemplo, la solucion de procesamiento se afade tras el proceso de fabricacion de placas en una cantidad
correspondiente a la cantidad de vaporizacion.

Ademas, en el caso del aparato de metalizacion de sulfato de cobre descrito en el Documento de Patente 5 y
similares, el vapor es particularmente fiable para ser generado, y por tanto hay un problema en que el vapor se
atasca en medio del paso incluso cuando se monta un aparato de limpieza de gas de escape tal como un depurador
de neblina.

Documentos de la técnica anterior Documentos de patente
Documento de patente 1: JP Hei 10-193551 A

Documento de patente 2: WO 2007/135898

Documento de patente 3: WO 2007/135899

Documento de patente 4: WO 2011/125926

Bibliografia de patente 5: JP 2005-29876 A
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Compendio de la invencion
Problemas a resolver por la invencion

La presente invencién se ha hecho en vista de los problemas mencionados anteriormente inherentes en las
tecnologias convencionales, y por lo tanto un objeto de la misma es proporcionar una unidad de procesamiento que
incluye un condensador, que puede condensar, durante un proceso de fabricacion de placas a realizar por la unidad
de procesamiento en un sistema de procesamiento totalmente automatico de fabricaciéon de placas de
huecograbado, una solucién de procesamiento vaporizada en forma de neblina para reutilizar el resultante como
solucion de procesamiento, y para proporcionar un sistema de procesamiento totalmente automatico de fabricacion
de placas de huecograbado que usa la unidad de procesamiento que incluye un condensador.

Medios para resolver problemas

A fin de resolver los problemas mencionados anteriormente, segun una realizacion de la presente invencion, se
proporciona una unidad de procesamiento que incluye un condensador que va a ser usado para un sistema de
procesamiento totalmente automatico de fabricacion de placas de huecograbado para fabricar un rollo de fabricacion
de placas realizando una serie de procesos en un rollo de fabricacion de placas sin procesar, la unidad de
procesamiento incluye: un bafio de procesamiento; medios de sujecion para sostener un cilindro de huecograbado
dentro del bafio de procesamiento; una lumbrera de admisiéon para tomar aire, que se proporciona en una parte del
bafio de procesamiento; una lumbrera de escape para escape de gas, que se proporciona en otra parte del bafio de
procesamiento, dicha lumbrera de escape se proporciona en otro lado de dicho bafio de procesamiento, dicha
lumbrera de admisién se orienta en una direccién de dicha lumbrera de escape, dicha lumbrera de admision, dicha
lumbrera de escape y dicho bafio de procesamiento definen un recorrido de flujo de fluido, en donde se mueve fluido
a lo largo de dicho recorrido de flujo de fluido desde dicha parte de dicho bafio de procesamiento a dicha otra parte
de dicho bafio de procesamiento; un condensador proporcionado entre el bafio de procesamiento y la lumbrera de
escape; y una tuberia de retorno de solucién de procesamiento para devolver, al bafio de procesamiento, una
solucion de procesamiento obtenida por el condensador que licua una parte del gas que va a escapar, dicho
condensador se dispone adyacente a dicha tuberia de retorno de solucion de procesamiento, dicho bafio de
procesamiento y dicha lumbrera de escape.

Ademas, se prefiere que el condensador sea un condensador enfriado por aire. Esto es porque se puede lograr
ahorro de espacio. Como condensador enfriado por aire, se toma como ejemplo un recogedor de neblina que es una
placa que tiene un gran numero de deflectores dispuestos sobre el mismo. Esto es porque, mediante el uso de este
recogedor de neblina, se puede recoger y licuar eficientemente la solucion de procesamiento vaporizada en forma de
neblina.

Como unidad de procesamiento que incluye un condensador, la presente invencion es aplicable a cualquier unidad
de procesamiento del tipo en el que la soluciéon de procesamiento se usa durante el proceso de fabricacion de
placas, y la solucion de procesamiento es vaporizada en forma de neblina y luego se escapa. En particular, es
adecuado que la unidad de procesamiento que incluye un condensador sea al menos un aparato de procesamiento
seleccionado de entre un aparato de metalizacién con cobre, un aparato de metalizacién con cromo, o un aparato de
grabado quimico.

El sistema de procesamiento totalmente automatico de fabricacién de placas de huecograbado segun la presente
invencion se construye ensamblando la mencionada anteriormente unidad de procesamiento que incluye un
condensador segun la presente invencion.

Efectos ventajosos de la invencion

La presente invencion tiene el efecto notable de proporcionar la unidad de procesamiento que incluye un
condensador, que puede condensar, durante el proceso de fabricacion de placas a realizar por la unidad de
procesamiento en el sistema de procesamiento totalmente automatico de fabricacion de placas de huecograbado, la
soluciéon de procesamiento vaporizada en forma de neblina para reutilizar el resultante como solucion de
procesamiento, y proporcionar el sistema de procesamiento totalmente automatico de fabricacion de placas de
huecograbado usando la unidad de procesamiento que incluye un condensador.

Como se ha descrito anteriormente, mediante el uso de la unidad de procesamiento que incluye un condensador
segun la presente invencion, durante el proceso de fabricacion de placas a realizar por la unidad de procesamiento
en el sistema de procesamiento totalmente automatico de fabricaciéon de placas de huecograbado, la solucion de
procesamiento vaporizada en forma de neblina es condensada de modo que el resultante puede ser reutilizado
como solucion de procesamiento. Asi, se suprime la reduccién de la cantidad de la soluciéon de procesamiento, y por
tanto se reduce el coste para el proceso de fabricacion de placas. Ademas, se reduce la cantidad total de gas que
escapa, y por tanto hay una ventaja en que se reduce la carga en el aparato de limpieza de gas de escape tal como
un filtro y la mejora se logra satisfactoriamente en los asuntos ambientales alrededor del sistema.

Breve descripcion de los dibujos
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La figura 1 es una vista en planta que ilustra una unidad de procesamiento que incluye un condensador segun una
realizacién de la presente invencion vista desde la parte superior.

La figura 2 es una vista lateral izquierda de la unidad de procesamiento que incluye un condensador de la figura 1.
Modos para llevar a cabo la invencion

A continuacion se describen realizaciones de la presente invencién, pero esas realizaciones se describen como
ejemplos, y por tanto se entiende que se pueden hacer diversas modificaciones a las mismas sin salir del alcance de
la invencién, como se define por las reivindicaciones anexas.

Adicionalmente, los mismos miembros son representados por los mismos simbolos de referencia.

En los dibujos, el simbolo de referencia 10 representa una unidad de procesamiento que incluye un condensador de
la presente invencion.

La unidad de procesamiento 10 que incluye un condensador es una unidad de procesamiento que incluye un
condensador que va a ser usado para un sistema de procesamiento totalmente automatico de fabricacién de placas
de huecograbado para fabricar un rollo de fabricacion de placas realizando una serie de procesos en un rollo de
fabricacion de placas sin procesar. La unidad de procesamiento 10 incluye un bafio de procesamiento 12, medios de
sujecion 16a y 16b para sostener un cilindro de huecograbado 14 dentro del bafio de procesamiento 12, una
lumbrera de admisién 18 para tomar aire, que se proporciona en una parte del bafio de procesamiento 12, una
lumbrera de escape 20 para el escape de gas, que se proporciona en otra parte del bafio de procesamiento 12, un
condensador 22 proporcionado entre el bafio de procesamiento 12 y la lumbrera de escape 20, y una tuberia de
retorno de solucién de procesamiento 24 para devolver, al bafio de procesamiento 12, una solucién de
procesamiento obtenida por el condensador 22 que licua una parte del gas que escapa.

Ademas, el condensador 22 ilustrado en las figuras es un condensador enfriado por aire. Como condensador
enfriado por aire, se describe un ejemplo en el que un recogedor de neblina que es una placa (hecha de cloruro de
vinilo duro) que tiene un gran nimero de deflectores 26 dispuestos sobre el mismo se usa como condensador 22.
Esto es, cuando la unidad de procesamiento 10 realiza un proceso de fabricaciéon de placas (en un caso de un
aparato de metalizacién con cobre, un proceso de metalizacién con cobre) sobre el cilindro de huecograbado 14, una
solucion de procesamiento vaporizada en forma de neblina impacta y se adhiere sobre los deflectores 26 mientras
pasa a través del condensador 22. Asi, la neblina de la solucién de procesamiento es recogida y condensada en
liquido de nuevo.

La solucion de procesamiento licuada asi es devuelta de nuevo al bafo de procesamiento 12 a través de la tuberia
de retorno de solucién de procesamiento 24, y la solucion de procesamiento devuelta es reutilizada. Ademas, una
parte del gas de escape que no es condensado en liquido de nuevo se escapa a través de la lumbrera de escape 20.

En la unidad de procesamiento 10 que incluye un condensador en las figuras, se describe un ejemplo en el que se
usa eliminador "SUNLOID" fabricado por Sumitomo Bakelite Co., Ltd. como recogedor de neblina que sirve como
condensador 22. Mediante el uso de este recogedor de neblina, se puede recoger y licuar eficientemente la solucion
de procesamiento vaporizada en forma de neblina.

En el ejemplo de la figuras, se describe un ejemplo en el que se usa un aparato de metalizacién con cobre como
unidad de procesamiento 10 que incluye un condensador. Ademas del ejemplo de las figuras, la presente invencion
es aplicable a cualquier unidad de procesamiento del tipo en el que la solucién de procesamiento se usa durante el
proceso de fabricacion de placas, y la solucion de procesamiento es vaporizada en forma de neblina y luego escapa.
En particular, la unidad de procesamiento que incluye un condensador segun la presente invencion es usada
adecuadamente como aparato de metalizacidon con cobre, aparato de metalizacion con cromo, aparato de grabado
quimico, o algo semejante.

Ademas, en las figuras, el simbolo de referencia 28 representa un miembro de bastidor para soportar componentes
de la unidad de procesamiento 10, tales como un electrodo, y el simbolo de referencia 30 representa una carcasa de
la unidad de procesamiento 10. Como estructura basica de la unidad de procesamiento 10 distinta al condensador
22, por ejemplo, se puede emplear la estructura similar a la de la unidad de procesamiento descrita en el Documento
de Patente 4 y similares.

Ademas, el sistema de procesamiento totalmente automatico de fabricacion de placas de huecograbado segun la
presente invencion se construye ensamblando la unidad de procesamiento 10 que incluye un condensador segun la
presente invencidon en el sistema de procesamiento totalmente automatico de fabricacion de placas de
huecograbado descrito en, por ejemplo, los documentos de patente 1 a 4. Entre otros, es adecuado ensamblar la
unidad de procesamiento que incluye un condensador segun la presente invencion en el sistema de procesamiento
totalmente automatico de fabricacién de placas de huecograbado descrito en el Documento de Patente 4. Esto es
porque el sistema de procesamiento totalmente automatico de fabricacion de placas de huecograbado descrito en el
Documento de Patente 4 es un sistema de procesamiento totalmente automatico de fabricacién de placas de
huecograbado que tiene altos grados de libertad, que pueden fabricar un rollo de fabricacion de placas de
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huecograbado mas rapidamente en comparacién con un sistema convencional, lograr ahorro de espacio, realizar un
funcionamiento desatendido incluso por la noche, personalizar flexiblemente una linea de fabricacién y satisfacer
diversas necesidades del cliente.

Como se ha descrito anteriormente, mediante el uso de la unidad de procesamiento que incluye un condensador
segun la presente invencion, durante el proceso de fabricacion de placas a realizar por la unidad de procesamiento
en el sistema de procesamiento totalmente automatico de fabricaciéon de placas de huecograbado, la solucion de
procesamiento vaporizada en forma de neblina es condensada de modo que el resultante puede ser reutilizado
como solucion de procesamiento. Asi, se suprime la reduccion de la cantidad de la solucién de procesamiento, y por
tanto se reduce el coste para el proceso de fabricacion de placas. Ademas, se reduce la cantidad total de gas que
escapa, y por tanto hay ventaja en que se reduce la carga en el aparato de limpieza de gas de escape y la mejora se
logra satisfactoriamente en los asuntos ambientales alrededor del sistema.

Lista de signos de referencia

10: unidad de procesamiento que incluye condensador, 12: bafio de procesamiento, 14: cilindro de huecograbado,
16a, 16b: medios de sujecion, 18: lumbrera de admision, 20: lumbrera de escape, 22: condensador, 24: tuberia de
retorno de solucioén, 26: deflector, 28: miembro de bastidor, 30: carcasa.
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REIVINDICACIONES

1. Una unidad de procesamiento (10) que incluye un condensador (22) que va a ser usado para un sistema de
procesamiento totalmente automatico de fabricacion de placas de huecograbado para fabricar un rollo de fabricacion
de placas realizando una serie de procesos en un rollo de fabricacion de placas sin procesar, la unidad de
procesamiento (10) comprende:

un bafio de procesamiento (12);

medios de sujecion (16a, 16b) para sostener un cilindro de huecograbado (14) dentro del bafio de procesamiento
(12)

una lumbrera de admision (18) para tomar aire, que se proporciona en una parte del bafio de procesamiento (12);

una lumbrera de escape (20) para el escape de gas, que se proporciona en otra parte del bafio de procesamiento
(12),

dicha lumbrera de admisién (18) se orienta en una direccion de dicha lumbrera de escape (20), dicha lumbrera de
admision (18), dicha lumbrera de escape (20) y dicho bafio de procesamiento (12) definen un recorrido de flujo de
fluido, en donde se mueve fluido a lo largo de dicho recorrido de flujo de fluido desde dicha parte de dicho bafio de
procesamiento (12) a dicha otra parte de dicho bafio de procesamiento (12);

un condensador (22) proporcionado entre el bafio de procesamiento (12) y la lumbrera de escape (20); y

una tuberia de retorno de solucion de procesamiento (24) para devolver, al bafio de procesamiento (12), una
solucion de procesamiento obtenida por el condensador (22) que licua una parte del gas que va a escapar, dicho
condensador (22) se dispone adyacente a dicha tuberia de retorno de solucién de procesamiento (24), dicho bafio
de procesamiento (12) y dicha lumbrera de escape (20).

2. Una unidad de procesamiento (10) que incluye un condensador (22) segun la reivindicacion 1,
en donde el condensador comprende un condensador enfriado por aire.
3. Una unidad de procesamiento (10) que incluye un condensador (22) segun la reivindicacion 1 o 2,

en donde la unidad de procesamiento (10) que incluye un condensador (22) comprende al menos un aparato de
procesamiento seleccionado entre un aparato de metalizacién con cobre, un aparato de metalizaciéon con cromo o un
aparato de grabado quimico.

4. Un sistema de procesamiento totalmente automatico de fabricaciéon de placas de huecograbado, que se
construye ensamblando la unidad de procesamiento (10) que incluye un condensador (22) segun una cualquiera de
las reivindicaciones 1 a 3.
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